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【 請 求 項 １ 】
　 （ ａ ） 半 導 体 基 板 上 に 形 成 し た 絶 縁 膜 に 凹 パ タ ー ン を 形 成 し た 後 、 前 記 凹 パ タ ー ン の 内
部 を 含 む 前 記 半 導 体 基 板 の 全 面 に バ リ ア メ タ ル 層 を 形 成 し 、 さ ら に 前 記 凹 パ タ ー ン を 埋 め
込 む 銅 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
（ ｂ ） 砥 粒 フ リ ー ス ラ リ を 用 い た Ｃ Ｍ Ｐ 法 で 前 記 銅 膜 を 研 磨 し 、 前 記 バ リ ア メ タ ル 層 で 前
記 銅 膜 の 研 磨 を 止 め る 工 程 と 、
（ ｃ ） 直 前 混 合 さ れ た 砥 粒 フ リ ー ス ラ リ と シ リ カ ス ラ リ と を 用 い た Ｃ Ｍ Ｐ 法 で 前 記 銅 膜 の
研 磨 残 り を 除 去 す る 工 程 と 、
（ ｄ ） シ リ カ ス ラ リ を 用 い た Ｃ Ｍ Ｐ 法 で 前 記 凹 パ タ ー ン 以 外 の 領 域 の 前 記 バ リ ア メ タ ル 層
を 除 去 す る 工 程 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ２ 】
　 半 導 体 基 板 上 に タ ン グ ス テ ン 膜 ま た は 銅 膜 を 主 導 体 層 と す る プ ラ グ に 接 続 し て 、 銅 膜 を
主 導 体 層 と す る シ ン グ ル ダ マ シ ン 配 線 を 形 成 す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ） 前 記 プ ラ グ の 上 層 に 絶 縁 膜 を 形 成 し た 後 、 前 記 絶 縁 膜 の 所 定 の 領 域 に 配 線 溝 を 形 成
す る 工 程 と 、
（ ｂ ） 前 記 配 線 溝 の 内 部 を 含 む 前 記 半 導 体 基 板 の 全 面 に バ リ ア メ タ ル 層 を 形 成 し 、 さ ら に
前 記 配 線 溝 を 埋 め 込 む 銅 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
（ ｃ ） 砥 粒 フ リ ー ス ラ リ を 用 い た Ｃ Ｍ Ｐ 法 で 前 記 銅 膜 を 研 磨 し 、 前 記 バ リ ア メ タ ル 層 で 前
記 銅 膜 の 研 磨 を 止 め る 工 程 と 、
（ ｄ ） 直 前 混 合 さ れ た 砥 粒 フ リ ー ス ラ リ と シ リ カ ス ラ リ と を 用 い た Ｃ Ｍ Ｐ 法 で 前 記 銅 膜 の
研 磨 残 り を 除 去 す る 工 程 と 、
（ ｅ ） シ リ カ ス ラ リ を 用 い た Ｃ Ｍ Ｐ 法 で 前 記 配 線 溝 以 外 の 領 域 の 前 記 バ リ ア メ タ ル 層 を 除
去 す る 工 程 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
【 請 求 項 ３ 】
　 半 導 体 基 板 上 に 銅 膜 を 主 導 体 層 と す る デ ュ ア ル ダ マ シ ン 配 線 を 形 成 す る 半 導 体 装 置 の 製



造 方 法 で あ っ て 、
（ ａ ） 前 記 半 導 体 基 板 上 に 形 成 さ れ た 絶 縁 膜 の 所 定 の 領 域 に 接 続 孔 お よ び 配 線 溝 を 形 成 す
る 工 程 と 、
（ ｂ ） 前 記 接 続 孔 お よ び 配 線 溝 の 内 部 を 含 む 前 記 半 導 体 基 板 の 全 面 に バ リ ア メ タ ル 層 を 形
成 し 、 さ ら に 前 記 接 続 孔 お よ び 配 線 溝 を 埋 め 込 む 銅 膜 を 形 成 す る 工 程 と 、
（ ｃ ） 砥 粒 フ リ ー ス ラ リ を 用 い た Ｃ Ｍ Ｐ 法 で 前 記 銅 膜 を 研 磨 し 、 前 記 バ リ ア メ タ ル 層 で 前
記 銅 膜 の 研 磨 を 止 め る 工 程 と 、
（ ｄ ） 直 前 混 合 さ れ た 砥 粒 フ リ ー ス ラ リ と シ リ カ ス ラ リ と を 用 い た Ｃ Ｍ Ｐ 法 で 前 記 銅 膜 の
研 磨 残 り を 除 去 す る 工 程 と 、
（ ｅ ） シ リ カ ス ラ リ を 用 い た Ｃ Ｍ Ｐ 法 で 前 記 接 続 孔 お よ び 配 線 溝 以 外 の 領 域 の 前 記 バ リ ア
メ タ ル 層 を 除 去 す る 工 程 と を 有 す る こ と を 特 徴 と す る 半 導 体 装 置 の 製 造 方 法 。
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